
Obudowa

OPU-1 B

Uniwersalna obudowa przeznaczona do montowania modułów. Podwyższenie mocowania ułatwia

podłączenie przewodów i schowanie ich w obudowie, co jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy

konieczne jest zachowanie i ukrycie zapasu przewodów przy urządzeniu w niej montowanym. Wewnątrz

obudowy znajduje się także styk sabotażowy reagujący na jej otwarcie.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Model OPU-1 B

OBUDOWY SSWIN

Zabezpieczenie antysabotażowe Przed otwarciem pokrywy

Montaż Natynkowy

Materiał wykonania Tworzywo sztuczne

OGÓLNE

Wymiary 126x158x46 mm

POZOSTAŁE

Waga netto 0,5 kg

KGO 0,15 zł
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